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(§) Dichte Aufnahmekammer fur Kfz-Elektronikbauteil und Verfahren zur Herstellung derselben 

@ Eine Anordnung zur dichten Aufnahmeeines Kraftfahr- 
zeug-Elektronikbauteils (11) im Bereich einer Ol- oder 
Kraftstofrfliissigkeit enthaltenden Umgebung umfaBt ein 
Basisteil (1) mit einer Aufnahmevertiefung (8). Das Elek- 
tronikbauteil (11) wird von einer flexiblen Leiterplatte (10) 
kontaktiert und 1st in der Aufnahmevertiefung (8) ange- 
ordnet. Durch eine die Aufnahmevertiefung (8) vollstan- 
dig umgebende Verklebung (9) der Leiterplatte (10) mit 
dem Basisteil (1) wird ein Ol- und/oder Kraftstoff-dichter 
VerschluG der Aufnahmevertiefung (8) erreicht. 
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[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung und ein 
Verfahren zur dichten Unterbringung eines Kraftfahrzeug- 
Elektronikbauteils in einer Ol- oder Krafts tofffliissigkeit 
enthaltenden Umgebung. 

[0002] Der Trend zur sogenannten "in situ"- oder Vorort- 
Elektronik wird derzeit in vielen Bereichen des Kraftfahr- 
zeugbaus, beispielsweise bei Getrieben, Motoren oder 
Bremssystemen, verfolgt. Vorort-Elektronik bedeutet, daB 
das elektronische Steuergerat sowie moglichst viele weitere 
Komponenten (Aktuatoren, Sensoren, etc.) direkt in die be- 
treffende Baugruppe (Getriebe, Motor, etc.) eingebaut und 
elektrisch miteinander verbunden werden. 
[0003] Voraussetzung fur die Realisierbarkeit derartiger 
integraler Steuerungssysteme ist der dauerhafte Schutz der 
Komponenten des Systems gegeniiber dem Umgebungs me- 
dium. Die zentrale Steuerelektronik ist deshalb in einem 
dichten Steuergeratgehause untergebracht, wobei die Dich- 
tigkeit des Gehauses gegenuber Ol- und/oder Krafts toff 
durch eine oder mehrere Formdichtungen gewahrleistet 
wird. AuBerhalb des Steuergeratgehauses angebrachte 
Komponenten (vor allem die benotigten Sensoren) sind 
ebenfalls in dichten Elektronikraumen untergebracht. Die 
Dichtigkeit dieser Elektronikraume wird je nach Kompo- 
nententyp, Hers teller und Anwendungsfall durch Gehause- 
Formdichtungen (z. B. bei einem in einem dichten Gehause 
eingebauten Sensor), durch einen dichten VerguB der Kom- 
ponente (z. B. bei einem Chip) oder durch das Einspritzen 
der Komponente in ein dichtes Gehause realisiert. 
[0004] Aufgrund geringen Platzangebots ist es praktisch 
immer erforderlich oder zumindest wunschenswert, das 
Steuergerat sehr kompakt auszulegen. Einerseits werden da- 
her Steuergerate angestrebt, die moglichst wenig Bauraum 
in der entsprechenden Baugruppe bendtigen, andererseits 
wird das Ziel verfolgt, alle fur die Steuerung z. B. eines Ge- 
triebes oder Motors notwendigen weiteren Komponenten 
(Sensoren, Aktuatoren, Stecker, sonstige interne Verbindun- 
gen, etc.) moglichst nahe an dem Steuergerat zu plazieren, 
urn kurze Zuleitungs- und Entflechtungswege zu ermogli- 
chen. 

[0005] Aus der Druckschrift DE 199 07 949 Al ist ein 
Steuergerat fur ein Kraftfahrzeug bekannt, das eine metalli- 
sche Bodenplatte und einen mit dieser oldicht gekoppelten 
Gehausedeckel auf. Auf der Bodenplatte verlauft eine flexi- 
ble Leiterplatte, die eine elektronische Schaltung des Steu- 
ergerats kontaktiert und zwischen dem Gehausedeckel und 
der Bodenplatte aus dem Steuergerat herausgefiihrt ist. Eine 
Leiterplatten-Tragerstruktur setzt die Bodenplatte flachig 
fort und errnoglicht eine gezielte Beeinflussung der Lage der 
flexiblen Leiterplatte auBerhalb des Steuergerats. 
[0006] Eine wei teres bekanntes elektronisches Steuergerat 
zur Unterbringung in einem Kraftfahrzeug- Automatikge- 
triebe (DE 197 45 537 A 1) weist ein fliissigkeitsdichtes Ge- 
hause, eine darin untergebrachte Steuerelektronik und einen 
Positionserkennungs sensor zur Erfassung der Position eines 
verschiebbaren Elements des Automatikgetriebes auf. Der 
Positionserkennungssensor ist dabei in das Gehause inte- 
griert und elektrisch direkt mit der Steuerelektronik verbun- 
den. 

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
einfach zu realisierende und kostengiinstige Moglichkeit an- 
zugeben, wie Elektronikbauelemente, die sich auBerhalb des 
Steuerelektronikgehauses befinden sollen, in einen Treib- 
stoff- oder Oldichten Aufnahmeraum untergebracht werden 
konnen. Insbesondere soli durch die Erfindung eine flexible 
Aufbau-Konzeptionierung des gesamten mechatronischen 
Steuerungssystems erreichbar sein. 



[0008] Die AufgabeT^PKing wird durch die Merkmale 
der unabhangigen Ansprtiche gelost. 
[0009] Demnach weist ein Basisteil, auf welchem sich die 
flexible Leiterplatte erstreckt, eine Aufhahmevertiefung auf, 
5 welche die Funktion eines Gehauses fur das dicht unterzu- 
bringende Elektronikbauteil iibernimmt. Die Dichtigkeit im 
Offhungsbereich der Aufnahmevertiefung wird durch die 
flexible Leiterplatte sowie eine die Aufnahmevertiefung 
vollstandig umgebende Verklebung der Leiterplatte mit der 
10 Basisteilflache realisiert. Es hat sich gezeigt, daB allein 
durch die Verklebung der Leiterplatte auf der Basisteilflache 
ein dauerhaft dichter VerschluB der Aufnahmevertiefung 
realisierbar ist, welcher selbst bei hohen mechanischen und 
thermischen Wechselbeanspruchungen (im Motor/Getriebe 
15 eines Kfz treten Vibrationen bis etwa 33 g und Temperatur- 
schwankungen von etwa -40°C bis 150°C) auf) und aggres- 
siven Umgebungsmedien (z. B. ATF-Ol im Getriebe) eine in 
der Praxis ausreichende Dichtigkeit besitzt. 
[0010] Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsge- 
20 maBen Anordnung kennzeichnet sich dadurch, daB in der 
Aufnahmevertiefung ein Dampfungselement enthalten ist, 
welches das Elektronikbauteil mit dem Basisteil mechanisch 
koppelt. Dadurch wird erreicht, daB ein moglicher Aufbau 
von Schwingungen des an der Leiterplatte montierten Elek- 
25 tronikbauteils weitgehend unterbunden wird. 

[0011] Bei dem Elektronikbauteil kann es sich um einen 
ungehausten Halbleiterchip (beispielsweise Hall-Sensor), 
um ein gehaustes Bauteil und/oder um ein SMD- (Surface 
Mounted Device-)Bauteil handeln. 
30 [0012] Ein genereller Vorteil der Erfindung besteht darin, 
daB der geschaffene dichte Aufnahmeraum kostengiinstig 
realisierbar ist und auBerdem keinen zusatzlichen Platz be- 
ansprucht, da er in ein sowieso vorhandenes, zur Fuhrung 
der flexiblen Leiterplatte verwendetes Basisteil integriert 
35 wird. Daruber hinaus wird durch die Erfindung die "Ausla- 
gerung" von Elektronikkomponenten, die ublicherweise in 
dem Steuergeratgehause untergebracht sind, unter wirt- 
schaftlichen Gesichtspunkten moglich und sinnvoll. Dies 
wiederum gestattet eine in vielen Fallen hochst wunschens- 
40 werte Verkleinerung der Abmessungen des Steuergeratge- 
hauses. 

[0013] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung der Er- 
findung betrifft (daher) eine Baugruppe zum Einbau in einen 
Motor oder ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs, welche eine 

45 erfindungsgemaBe Anordnung umfaBt und sich ferner da- 
durch kennzeichnet, daB es sich bei dem Basisteil um eine 
Bodenplatte fur ein elektronisches Motor- oder Getriebe- 
steuergerat handelt, daB die flexible Leiterplatte durch einen 
Gehausespalt des Steuergerates in einen Ol-dichten Innen- 

50 raum desselben gefuhrt ist, und daB die flexible Leiterplatte 
eine im Innenraum des Steuergerates enthaltene elektroni- 
sche Schaltung kontaktiert. Die Erfindung errnoglicht dabei 
die wahlweise Unterbringung der Elektronikbauteile in oder 
auBerhalb des Steuergeratgehauses. 

55 [0014] Zum Verkleben der flexiblen Leiterplatte an dem 
Basisteil kennzeichnet sich eine erste vorteilhafte MaB- 
nahme des erfindungsgemaBen Verfahrens dadurch, daB die 
flexible Leiterplatte mittels einer Presse oder Roilwalze un- 
ter Druck und bei einer Temperatur, die geringer als die 

60 Schadigungstemperatur des Elektronikbauteils ist, auf das 
Basisteil aufgedriickt wird. 

[0015] Bei einem anderen, ebenfalls bevorzugten Verfah- 
rensablauf wird die flexible Leiterplatte beim Verklebe- 
schritt mittels eines Hohlstempels auf das Basisteil aufge- 
65 driickt. Da das Elektronikbauteil in diesem Fall nicht direkt 
gegeniiberliegend von der durch den Stempel druck- und 
temperaturbeaufschlagten Leiterplattenzone liegt, kann der 
Hohlstempel eine Temperatur aufweisen, die hoher als die 
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Schadigungs temperatur des nikbauteils ist. 

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines 

Ausfuhrungsbeispiels und Varianten desselben unter Bezug- 

nahme auf die Zeichnung erlautert; in dieser zeigt: 

[0017] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung einer 

erfindungsgemaBen Anordnung benachbart eines zur Halfte 

gezeigten Elektroniksteuergerats; 

[0018] Fig. 2a eine erste Variante einer erfindungsgema- 
Ben Anordnung in Schnittdarstellung; 
[0019] Fig. 2b eine zweite Variante einer erfindungsgema- 
Ben Anordnung in Schnittdarstellung; und 
[0020] Fig. 2c eine dritte Variante einer erfindungsgema- 
Ben Anordnung in Schnittdarstellung. 
[0021] Nach Fig. 1 weist eine Tragerplatte 1 eine Kammer 
8 fur die Aufnahme eines Elektronikbauteils 11 auf. Das 
Elektronikbauteil 11 ist an der Unterseite einer flexiblen 
Leiterplatte 10 angebracht, welche sich entlang der Ober- 
seite 22 der Tragerplatte 1 erstreckt und von dieser getragen 
wird. Die flexible Leiterplatte 10 ist dabei vollflachig, zu- 
mindest aber in einem die Kammer 8 allseitig umgebenden 
Bereich, mittels eines Laminationsklebers 9 mit der Ober- 
seite 22 der Tragerplatte 1 verklebt. Je nach Art des Umge- 
bungsmediums (Ol oder Kraftstoff) ist hierfur ein Larninati- 
onskieber 9 zu wahlen, welcher gegeniiber diesem Umge- 
bungsmedium bestandig ist. 

[0022] Im rechten Teil der Fig. 1 ist die linke Halfte eines 
Elektroniksteuergerats dargestellt. Die nicht dargestellte 
rechte Halfte des Steuergerates kann spiegelbiidlich beziig- 
lich des linken Teils realisiert sein. 

[0023] Die Bodenplatte des Elektroniksteuergerates wird 
durch die Tragerplatte 1 realisiert. Aus Griinden der Warme- 
ableitung kann sie beispielsweise in Form einer Alurniniurn- 
platte realisiert sein. Es ist auch eine Tragerplatte 1 moglich, 
die im Bereich der Kammer 8 aus Kunststoff und dort, wo 
sie die Bodenplatte des Elektroniksteuergerates biidet, aus 
Aluminium gebildet ist. 

[0024] Im zentralen Bereich des Elektroniksteuergerates 
ist auf der Tragerplatte 1 mittels eines Warmeleitklebers 2 
ein Keramik-Substrat 3 befestigt. Das Keramik-Substrat 3 
biidet eine Verdrahtungs- und Montageplattform fiir Elek- 
tronikbauelemente 4, die auf der Oberseite des Keramik- 
Substrats 3 angebracht sind. 

[0025] Die Kontaktierung des Bauelements 4 erfolgt uber 
nicht dargestellte Leiterbahnen auf oder in dem Keramik- 
Substrat 3, welche uber jeweilige Bondverbindungen 5 mit 
Leiterbahnen der flexiblen Leiterplatte 10 elektrisch verbun- 
den sind. Zu diesem Zweck erstreckt sich die Leiterplatte 10 
auf der Tragerplatte 1 unmittelbarbis zu dem Keramik-Sub- 
strat 3. 

[0026] Die geforderte Dichtigkeit des Elektroniksteuerge- 
rats wird durch einen Deckel 6 sowie eine Formdichtung 7 
geschaffen. Die Formdichtung 7 verlauft in einer Umfangs- 
nut, welche an der bodenseitigen Stirnflache der Sei ten wand 
des Deckels 6 eingebracht ist und dort den Gehausedeckel 6 
vollstandig umlauft. 

[0027] Im zusammengesetzten Zustand druckt die Form- 
dichtung 7 auf die Oberseite der flexiblen Leiterplatte 10 auf 
und gewahrleistet auf diese Weise die Dichtigkeit des Elek- 
troniksteuergerates. 

[0028] Zur Herstellung der erfindungsgemaBen Anord- 
nung kann folgendermaBen vorgegangen werden: 
Zunachst wird in einem Bestiickungsschritt das Bauteil 11 
an der flexiblen Leiterplatte 10 angebracht und elektrisch 
kontaktiert. Mogliche Anbringungs- und Kontaklierungs- 
verfahren werden noch anhand der Fig. 2a-c erlautert. 
[0029] AnschlieBend wird der Laminationskleber 9 auf 
die Oberseite 22 der Tragerplatte 1 oder auf die Unterseite 
der flexiblen Leiterplatte 10 oder auf beide dieser Seiten auf- 
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gebracht. Der LaminatfWfieber 9 muB dabei derart verteilt 
aufgebracht werden, daB er die Kammer 8 in der Trager- 
platte 1 vollstandig und liickenlos umgibt. Vorzugsweise 
wird der Laminationskleber 9 zusammen mit einer den Kle- 
5 ber abdeckenden Schutzfolie aufgebracht, welche erst un- 
mittelbar vor dem eigentlichen Verklebungsschritt abgezo- 
gen wird. Ferner kann durch das Aufbringen des Klebers 9 
mittels einer Schutzfolie eine gut definierte und lagegenaue 
Anordnung des Laminationsklebers 9 erreicht werden. 
to [0030] Die beiden zuletzt genannten Schritte (Bestuk- 
kungsschritt und Aufbringen des Laminationsklebers 9) 
konnen auch in umgekehrter Reihenfolge durchgefuhrt wer- 
den. Dies wird z. B. dann praktiziert, wenn der Laminations- 
kleber 9 bereits beim Leiterplattenhersteller aufgebracht 
15 wird. In diesem Fall ist das Vorsehen einer Schutzfolie zur 
Abdeckung des Laminationsklebers 9 zwingend erforder- 
lich. 

[0031] Im eigentlichen Verklebe- oder LaminationsprozeB 
(d. h. nach Abziehen der gegebenenfalls vorhandenen 

20 Schutzfolie) wird die flexible Leiterplatte 10 mit dem zur 
Tragerplatte 1 hinge wandten Elektronikbauteil 11 auf die 
Tragerplatte 1 aufgedriickt, wobei das Elektronikbauteil 11 
in die Tragerplattenkammer 8 eintaucht. Die Tiefe der Tra- 
gerplattenkammer 8 muB dabei so bemessen sein, daB das 

25 Elektronikbauteil nicht mit dem Boden der Tragerplatten- 
kammer 8 in Anlage kommen kann. 

[0032] Die dichte Verklebung der Leiterplatte 10 mit der 
Tragerplatte 1 kann mittels einer Kaltlamination oder mittels 
einer HeiBlamination erreicht werden. Bei der Kaltlamina- 

30 tion wird die flexible Leiterplatte 10 unter hohem Druck und 
bei maBig erhohter Temperatur mittels einer Rollwalze oder 
einer geeigneten Press vorrichtung auf die Tragerplatte 1 
aufgedriickt. Da die Rollwalze bzw. das Presswerkzeug da- 
bei in unrruttelbare Umgebung des Elektronikbauteils U ge- 

35 langt und von diesem lediglich durch die flexible Leiter- 
platte 10 getrennt ist, muB die Temperatur der Walze oder 
des Presswerkzeugs unterhalb der Schadigungstemperatur 
des Bauteils 11 liegen. Im Gegensatz dazu wird bei der 
HeiBlamination ein Stempel eingesetzt, dessen Druckzone 

40 auBerhalb der Bauteilkontur verlauft. Dadurch wird erreicht, 
daB der Stempel nur im AuBenbereich der Kammer 8 auf die 
Tragerplatte 1 einwirkt und dort eine um die Kammer 8 
herurn verlaufende Verklebung bewirkt. Das Bauteil 11 
bleibt dabei unter Abstand zu dem Hohlstempel, so daB letz- 

45 terer eine Temperatur aufweisen kann, die bei einem direk- 
ten Kontakt des Stempels mit dem Bauteil 11 eine Schadi- 
gung desselben herbeifuhren wurde. 

[0033] Der Verklebeschritt kann unter einem atmosphari- 
schen Unterdruck (Vakuum) durchgefuhrt werden. 

50 [0034] Durch die Verklebung wird eine Abdichtung der 
Kammer 8 erreicht, die ohne weitere Dichtungsmittel wie 
Formdichtungen, Gegendruckelemente etc. auskommt und 
den Anforderungen im rauhen Kfz-Betrieb geniigt. 
[0035] Aus mechanischen Griinden kann es vorteilhaft 

55 sein, wenn in der Kammer 8 eine elastische Dampfungs- 
masse vorhanden ist. Mit dieser kann erreicht werden, daB 
am Bauteil 11 auftretende Vibrationen gedampft werden. 
Besonders bewahrt hat sich Silgel, welches in flussiger 
Form vor dem Zusammenfugen der flexiblen Leiterplatte 10 

60 und der Tragerplatte 1 in die Tragerplattenkammer 9 einge- 
bracht wird. Nach dem Zusammenbau kann durch ein Dre- 
hen der gesamten Baugruppe eine Verteilung des Silgels in 
der Tragerplattenkammer 9 erreicht werden, wodurch das 
Elektronikbauteil 11 von dem Silgel umhiillt wird. Nachfol- 

65 gend wird das Silgel ausgehartet. 

[0036] Fig. 2a zeigt die dichte Unterbringung eines "nack- 
ten" Halbleiterchip-Bauteils 11' in der dichten Elektronik- 
Aufnahmekammer 8. Dieselben oder ahnliche Teile wie in 
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Fig. 1 sind mit den gleichen ■■pzeichen bezeichnet. 
[0037] Die flexible Leiterplatie 10 besteht aus einer Deck- 
folie 13 und einer Basisfolie 14, zwischen welchen Leiter- 
bahnen 12 aus Kupfer eingebettet sind. Die Deckfolie 13 
und die Basisfolie 14 konnen z. B. aus Polyimid bestehen 5 
und iiber eine Klebstoffschicht (nicht dargestellt) mit der 
Leiterbahn 12 und in Bereichen ohne Leiterbahnen 12 mit- 
einander verklebt sein. 

[0038] Der Halbleiterchip 11' ist mittels eines Klebstoffes 
15 an der Basisfolie 14 fixiert. Benachbart des Halbleiter- 10 
chips 11' sind in der Basisfolie 14 Aussparungen 17 vorge- 
sehen, die bodenseitig durch freiliegende Leiterbahnen 12 
begrenzt werden. 

[0039] Der Halbleiterchip 11' ist im Bereich der Ausspa- 
rungen 17 iiber Bonddrahte 16 mit den Leiterbahnen 12 der 15 
flexiblen Leiterplatte 10 elektrisch verbunden. 
[0040] Fig. 2b zeigt die Unterbringung eines SMD-Bau- 
teils 11" in derdichten Aufnahmekammer 8. Das SMD-Bau- 
teii 11" weist an zwei gegeniiberliegenden Seitenflachen 
metallische Kontaktstellen 19 auf, welche iiber eine elektri- 20 
sche Leitklebung oder iiber eine Lotverbindung 18 mit den 
freiliegenden Leiterbahnen 12 der flexiblen Leiterplatte 10 
verbunden sind. 

[0041] Eine dritte Realisierungsmoglichkeit ist in Fig. 2c 
dargestellt. Bei dem Bauteil 11'" handelt es sich um ein ge- 25 
haustes Bauteil, welches iiber am Boden des Bauteils 11"' 
angebrachte Drahte oder Kontaktpins elektrisch kontaktiert 
wird. Zu diesem Zweck ragen die Drahte oder Kontaktpins 
20 durch die Aussparungen 17 in der Basisfolie 14 der flexi- 
blen Leiterplatte 10 hindurch und stehen an ihren FuBberei- 30 
chen mit den Leiterbahnen 12 in elektrischer Verbindung. 
Das gehauste Bauteil 11"' ist genauso wie die Bauteile 11' 
und 11" ferner iiber einen Klebstoff 15, welcher einen Spalt 
zwischen dem Boden des Bauteils 11"' und der Basisfolie 14 
fullt, fest mit der flexiblen Leiterplatte 10 gekoppelt. 35 
[0042] Die elektrische und mechanische Kontaktierung 
der Drahte oder Kontaktpins 20 des gehausten Bauteils 11"' 
kann mittels eines LaserschweiBverfahrens realisiert wer- 
den. Bei diesem werden die Drahte oder Kontaktpins 20 
durch ruckseitige Bestrahlung der flexiblen Leiterplatte 10 40 
mit Laserlicht 21 mit den Leiterbahnen 12 der flexiblen Lei- 
terplatte 10 verschweiBt. Es hat sich gezeigt, daB bei einer 
geeigneten Wahl der Laserparameter die Dichtigkeit der fle- 
xiblen Leiterplatte 10 durch die SchweiBung nicht beein- 
trachugt wird. 45 

Patentanspriiche 

1. Anordnung zur dichten Unterbringung eines Kraft- 
fahrzeug-Elektronikbauteils (11, 11', 11", 11'") in einer 50 
Ol- oder Krafts toffflussigkeit enthaltenden Umgebung, 
mit einem Basisteil (1), welches eine Flache (22) auf- 
weist, auf der eine das Elektronikbauteil (11, 11*, 11", 
11"') kontakuerende flexible Leiterplatte (10) gefuhrt 

ist und in der eine von der flexiblen Leiterplatte (10) 55 
uberdeckte Aufnahmevertiefung (8) ausgebildet ist, 
wobei 

in der Aufnahmevertiefung (8) das an die flexible Lei- 
terplatte (10) angebrachte Elektronikbauteil (11, 11', 
11", 11'") untergebracht ist, und 60 
der Ol- und/oder KraftstorYdichte VerschluB der Auf- 
nahmevertiefung (8) durch eine die Aufnahmevertie- 
fung (8) vollstandig umgebende Verklebung (9) der 
Leiterplatte (10) mit der Basisteil flache (22) realisiert 
ist. 65 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB in der Aufnahmevertiefung (8) ferner eine 
Dampfungsmasse, insbesondere Silgel, enthalten ist, 



welche das Eleku^P&auteil (11, 11', 11", 11'") mit 
dem Basisteil (1) mechanisch koppelt. 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB es sich bei dem Elektronikbauteil um einen un- 
gehausten Halbleiterchip (11') handelt. 

4. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB es sich bei dem Elektronikbauteil 
um ein SMD-Bauteil (11") oder ein gehaustes elektro- 
nisches Bauteil (11'") handelt. 

5. Baugruppe zum Einbau in einen Motor oder ein Ge- 
triebe eines Kraftfahrzeugs, welche eine Anordnung 
nach einem der vorhergehenden Anspruche umfaBt, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Baugruppe ferner ein elektronisches Motor- 
oder Getriebesteuergerat mit einer durch das Basisteil 
(1) oder einer Verlangerung desselben realisierten Bo- 
denplatte umfaBt, 

daB die flexible Leiterplatte (10) durch einen Gehause- 
spalt des Steuergerates in einen Ol-dichten Innenraum 
desselben gefuhrt ist, und 

daB die flexible Leiterplatte (10) eine im Innenraum 
des Steuergeratgehauses enthaltene elektronische 
Schaltung (3, 4) kontaktiert. 

6. Verfahren zur dichten Unterbringung eines Kraft- 
fahrzeug-Elektronikbauteils (11, 11', 11", 11"') in einer 
Ol- oder Krafts tofffliissigkeit enthaltenden Umgebung, 
mit den Schritten: 

a) Bereitstellen eines Basisteils (1), welches eine 
Flache (22) aufweist, in welcher eine Aufnahme- 
vertiefung (8) ausgebildet ist; 

b) Anbringen des Elektronikbauteils (11, 11', 11", 
11'") an eine flexible Leiterplatte (10); 

c) Aufbringen eines Klebstoffes (9) auf die mit 
dem Elektronikbauteil (11, 11', 11", 11"') be- 
stiickte Oberflache der flexible Leiterplatte (10) 
und/oder auf die Flache (22) des Basisteils (1), 
derart, daB das Elektronikbauteil (11, 11', 11", 
11'") und/oder die Aufnahmevertiefung (8) voll- 
standig von dem Klebstoff (9) umgeben ist; 

d) Zusammenbringen der flexiblen Leiterplatte 
(10) mit dem Basisteil (1), wobei das Elektronik- 
bauteil (11, 11', 11", 11"') in die Aufnahmevertie- 
fung (8) eingebracht wird; und 

e) Verkleben der flexiblen Leiterplatte (10) mit 
dem Basisteil (1) zur Ausbildung eines Ol- und/ 
oder Kraftstoffdichten Verschlusses der Aufnah- 
mevertiefung (8). 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Schritt b) nach dem Schritt c) durchgefuhrt 
wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die flexible Leiterplatte (10) beim Schritt 
e) mittels einer Presse oder Rollwalze unter Druck und 
bei einer Temperatur, die geringer als die Schadigungs- 
temperatur des Elektronikbauteils (11, IT, 11", IT") ist, 
auf das Basisteil (1) aufgedriickt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die flexible Leiterplatte (10) beim Schritt 
e) mittels eines Hohlstempels im Bereich auBerhalb der 
Aufnahmevertiefung (8) auf das Basisteil (1) aufge- 
driickt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Hohlstempel eine Temperatur aufweist, die 
hoher als die Schadigungstemperatur des Elektronik- 
bauteils (11, 11', IT, 11'") ist. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schritt e) unter Unter- 
druckbedingungen ausgefuhrt wird. 
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12. Verfahren nach einJQHF Anspriiche 6 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB vor dem Schritt d) eine ela- 
stische Dampfungsmasse, insbesondere Silgel, in die 
Aufnahmevertiefung (8) eingebracht wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach dem Schritt d) das Basisteil (1) mit 
der darauf angebrachten flexiblen Leiterplatte (10) zur 
UmhuUung des Elektronikbauteils (11, 11', 11", 11'") 
mit Dampfungsmasse rotiert wird. 
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